
SD Flex Pyralux� AC

Copper-Clad Laminate
All-Polymide Flexible Laminate

Description

Pyralux�AC는 접착제를 사용하지 않고,동박에

폴리이미드를 캐스팅한 2LAYER 단면 플렉시블

동장적층재(FCCL)입니다.Pyralux�AC 단면

FCCL은디스플레이 드라이버,휴대전화,디지털

카메라,캠코더등에 활용되는 Chip on Flex,

MultilayerFlexible,Rigid Flexible등 얇고,

가볍고,높은 집적도를 필요로 하는 회로에서의

이상적인 단면 응용을 제공합니다.플렉시블

인쇄회로기판(FPCB)의 제조에 공통으로

사용되는 모든 기술에 Pyralux�AC 가 사용될

수 있습니다.

Specifications

·우수한 치수 안정성

·낮은 흡습성

· 높은 탄성율

· 우수한 열적 안정성

·장기 고온 처리에 대한 우수한 신뢰성

·고온/다습에 대한 안정성

·낮은 열팽창 계수

·UL 94 V-0인증

공인된 실험을 통해 평가된 물리적,전기적 주요

특성은 Table 2.와 같습니다.

Constructions

Pyralux�AC 의 표준 제품 목록은 Table 1.과

같습니다.폴리이미드 기재 12~45㎛,압연(RA)

동박 1/2~1 oz/ft²(18~35㎛),전해(ED)

동박 1/3~1 oz/ft²(12~35㎛)의 두께

범위에서 적용되고 있습니다.

Table 1

Single-SidedPyralux�AC ProductOfferings

Product Copper Copper Polyimide
Codes ㎛(oz/ft²) Type ㎛(mil)

AC181200R 18(1/2) RA 12(0.5)

AC182000R 18(1/2) RA 20(0.8)

AC182500R 18(1/2) RA 25(1)

AC121200E 12(1/3) ED 12(0.5)

AC122000E 12(1/3) ED 20(0.8)

AC122500E 12(1/3) ED 25(1)

Certified to IPC-FC-241/11:"Flexible Metal-Clad Dielectrics (Polyimide-

Adhesiveless)."

ProductCode Description

Pyralux� AC 18 25 00 X

ProductName

1stCopperLayerTHikness,㎛

Polyimide Thickness,㎛

Coppre Type

AdditionalCopperInformation

2ndCopperLayerTHikness,㎛

E=ED
R=RA

Packaing

롤(Roll)형태의 Pyralux�AC는 250mm(9.84in)와

500mm(19.68in)의 표준 롤 폭으로 제공됩니다.롤의 길이

는 9.5cm 일반 코아에 50m (164ft)또는 100m (328ft)로

생산됩니다.특별주문에 의해 다른 규격의 제품도 제공이

가능합니다.모든 포장 재료들은 100% 재활용이 가능합니

다.

TechnicalInformation



Processing

일반적으로 폴리이미드면에 대한 표면처리는

본딩 필름과의 접착력을 향상 시킵니다.귀사의

접착력은 인쇄회로기판 처리공정 및 사용 재료에

따라 달라질 수 있습니다.Pre-preg를 사용하는

제품에 대해서는 부가적인 처리가 요구됩니다

.Pre-pre와의 조합에 대해서는 추가 규격의 지정을

당부드립니다.추가 규격은 Pre-preg와의 안정적인

접착력 확보를 위한 특별 처리입니다.

Storage Condition/ShelfLife

Pyralux�AC 제품은 4-29℃의 온도와 상대습도 70%

이하의 조건에서 초기 포장상태로 저장 시 1년 동안

보증됩니다.냉동보관은 필요하지 않으며,냉동되면

안됩니다.높은 청정 상태,물리적 충격 방지 하에서의

보관을 권장합니다.

Safe Handling

지금까지 Pyralux�AC 제품 사용 중 접촉에 의한

피부질환이 유발된 사용자는 없었으나,더욱 민감한

사용자가 있을 수 있습니다.Pyralux�AC 제품의

취급자는 식사,흡연,화장실 사용 전에 반드시 비누

등으로 손을 세척해야 합니다.

Table 2

Pyralux� AC MaterialProperties

Property TypicalValue TestMethod

Adhesion to cu (PeelStrength¹) IPC-TM-650,Method 2.4.9
AS Received,N/mm(lb/in) 1.19 (6-7) Method B
Aftersoldering,N/mm(lb/in) 1.19 (6-7) Method D

SolderFloat IPC-TM-652,Method 2.4.13
10sec at288℃(550℉) Pass Method B

Dimensionalstability,% IPC-TM-650,Method 2.2.4
-0.02 Method B,%
-0.04 Method C,%

Dielectric constant(at1 MHz) 3.7 IPC-TM-650,Method 2.5.5.3

Dissipation Factor(at1 MHz) 0.0014 IPC-TM-650,Method 2.5.5.3

Dielectric Strength,kV/mm(Kv/mil) 200(4.9) ASTMD-149

Volume Resistivity (damp heat),megohm 10 IPC-TM-650,Method 2.5.17.1

Surface Resistance (damp heat).megohm 10 IPC-TM-650,Method 2.5.17.1

Moisture Absorption,% 0.94 IPC-TM-650,Method 2.6.2

CTE,ppm/℃ 19 ASTMD-696-91

CHE,ppm/% RH 8.0

Propagation TearStrength²,g 3.0 IPC-TM-650,Method 2.4.17.1

Iniation TearStrength³,g 400-700 IPC-TM-650,Method 2.4.16

Tensile Strength,Mpa (kpsi) 193(28) IPC-TM-650,Method 2.4.19

Tensile Modulus,Mpa (kpsi) 7580(1100) ASTMD-882-91

Elongation,5 21 IPC-TM-650,Method 2.4.19

Flammability V-0 UL-94

※ Peelstrength method is 180° instead of90°

† With exception to IPC-TM-650,Method 2.4.17.17.1,Propagation TearStrength

† With exception to IPC-TM-650,Method 2.4.16,Initition TearStrength

장갑,손가락 보호 커버,손가락 패드는 매일 교환하십

시오.FCCL의 모서리 부분은 날카로우므로 취급 시

위험요소가 될 수 있습니다.모든 Pyralux� AC 제품

의 취급 관련자는 위험을 최소화하기 위해 충분한 주

의와 함께 적절한 장갑이 착용되도록 해야 합니다.

Pyralux� AC는 완전히 경화된 상태에서 납품됩니다.

그러나,귀사의 압착 라미네이팅 공정 진행 중 휘발될

수 있는 미세 잔존 용제(폴리이미드 성분)가 누적되어

쌓이는 것을 방지하기 위해 라미네이션 구역은 신선한

공기로 환기되어야 합니다.Pyralux� AC 제품이 사용

된 부품의 드릴링 또는 라우팅 시,작업자에 대한 분진

의 노출을 최소화 하기 드릴 헤드 주위에 적절한 진공

집진 장치의 적용을 권장합니다.

Pyralux� AC 제품은 폴리브롬 바이페닐 (PBBs)또는

산화 폴리브롬 바이페닐 (PBBOs)을 함유하고 있지

않습니다.



Figure1.TypicalDimensionalStability at200℃(392℉)

(25㎛ dielectric,18㎛ Cu)

Figure2.TypicalBond Strength - Pyralux� AC182500R

As received
Afterthermal,30min at200℃

IPC Specification
(18㎛ Cu)

Figure3.Temperature/Humidity Aging at85℃(185℉)/85%RH

for2,000 hours

Figure4.Temperature/Humidity Aging at150℃(302℉)

for2,000 hours
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